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Was ist energieeffiziente Leistungselektronik?
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Steigende Energiekosten sind nicht nur fiir Privat-
haushalte belastend, sie werden auch immer mehr zu
einem Wettbewerbsfaktor fiir die gesamte deutsche
Volkswirtschaft. Zugleich zwingen die Klimaschutzziele
zur verantwortungsbewussten Ressourcennutzung. So
ist heute 40 % der weltweit verbrauchten Energie
elektrische Energie. Dieser Anteil wird bis 2040 vo-
raussichtlich auf 60 % steigen.

Die Leistungselektronik ist das Teilgebiet der
Elektrotechnik, welches die Umformung und die Vertei-
lung elektrischer Energie mit elektronischen Bauele-
menten und Systemen umfasst. Sie ist eine Schllssel-
technologie zur effizienten Ressourcennutzung. Die
Energie-Einsparpotenziale durch den Einsatz moder-
ner Leistungselektronik werden auf 20 - 35 % des ge-
samten Bedarfs an elektr. Energie geschatzt.

Die Bundesregierung férdert deshalb auf der Grundla-
ge des Rahmenprogramms IKT2020 multidisziplinare
Forschungs- und Entwicklungsprojekte zum Thema
,Leistungselektronik zur Energieeffizienz-Steigerung
(LES)".



Zuverlassige Leistungselektronik fiir mehr Energieeffizienz in Autos
und Flugzeugen

Leistungselektronische Bauelemente in Automobilen und insbes. Flugzeugen sind
besonders hohen Anforderungen ausgesetzt: Auch bei extremen auleren Einsatz-
bedingungen (z.B. Luftfahrt bis -60°C, Automobil z.T. tber 150°C), die durch die im
Betrieb der Bauelemente entstehende Warme noch verscharft werden, missen diese
Module Uber Jahre hinweg zuverldssig funktionieren. Insbes. im Flugzeugbau koén-
nen heute viele mechanische Systeme noch nicht durch leichtere und damit energie-
effizientere elektronische Bauteile abgelést werden, da diese den hohen Anforderun-
gen an die Zuverlassigkeit nicht gerecht werden.

Das Ziel des Verbundprojektes ,HiT-Modul“ ist die Erforschung eines Modulkonzep-
tes fiir leistungselektronische Bauelemente, welches flir thermisch hoch belastete
Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobil geeignet ist. Die Bau-
teile missen dabei auf méglichst kleinen Bauraum und damit sehr hohe Leistungs-
dichten ausgelegt sein. Dies soll durch den Einsatz neuer Materialien und innovativer
Aufbau- und Verbindungstechniken erreicht werden.
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Mit dem zu erforschenden neuen Modulkonzept soll das Potenzial der Anwendung
von leistungselektronischen Systemen in den Bereichen Avionik und Automobiltech-
nik drastisch erhéht werden. Insbesondere durch die Verbesserung der Zuverlassig-
keit und die Reduzierung des Gewichts ergeben sich positive Riickwirkungen auf die
Energieeffizienz des Gesamtsystems (z.B. Ersatz hydraulischer Systeme durch klei-
nere und leichtere elektromotorische Systeme im Flugzeug oder leistungsstarke Hyb-
ridantriebe im Automobil).
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